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EOPROMFLEX®

SOLUTIONS INDUSTRIELLES POUR LE
SECTEUR DE L'ELECTRONIQUE IMPRIMEE

Technologie Matériaux Métallisation
additive flexibles des plastiques
et composites
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PROCEDE EN
3 ETAPES

O 2 SECHAGE
& RETICULATION

O 8 BAINS DE
METALLISATION

Cuivre electroless &

DEPOT DE PATE
EOPROM®

Impression / Sérigraphie
Pulvérisation / R2R

électrochimique,

Ni, Sn, Au

EOPROM®
L'ADHERENCE

Une couche primaire
utilisant une formula-
tion & base de charges
métalliques donne une
force d'adhérence
exceptionnelle sur de
nombreux substrats. Le
renfort métallique
permet d'obtenir une
gamme de conductivi-
té étendue.

Retrouvez-nous Y

PROCEDE A FAIBLE
coUT ET ECOLOGIQUE

Ce matériau est peu
coUteux (& base de
Cu). Le procédé est
entierement additif,
avec un faible impact
sur I'environnement, et
CONGU pour une
production de masse
pour un faible codt.

SUR PLASTIQUE ET
COMPOSITE

Les dépbts sont
possibles sur PC, P, PET
, PPE, ABS, PA, Corian®,
FR4, fibre de verre,
céramique, certains PP
et quelques résines. Les
préimprégnés de tissus
de verre sont
fonctionnalisés avant
thermoformage.
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FLEXIBLE ET
MULTI-APPLICATION

La pate EOPROM® se fixe
sur des substrats
souples ou rigides pour
une large gamme
dapplications::

- Circuit électronique

- Chauffage

- IMS

- Blindage EMI

- Antenne



https://twitter.com/MCVETechnologie
https://www.facebook.com/MCVETechnologie
https://www.linkedin.com/company/mcve-technologie/
https://www.mcve-tech.com/
mailto:contact@mcve-tech.com?



